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Abstract (en)
The device has at least one molded body (100a,100b) with a wall and a preferably fully closed cover surface (120a,b), supporting edges (112) or
surfaces, whereby the module rests on wall sections and contact with the cover surface is prevented by the supporting edges or surfaces. The cover
surface has at least one support (122) that narrows as it extends into the molded body and into an opening in the module (200) to prevent contact
between the module and covering surface.

Abstract (de)
Die Erfindung beschreibt ein Verpackungsbehältnis für Leistungshalbleitermodule zu deren inner- und / oder außerbetrieblichen Transport. Diese
besteht aus einem Formkörper (100), welcher eine Wandung sowie eine Deckfläche aufweist. Entweder weisen hierbei gegenüberliegenden
Wandungsabschnitte (110) eine Abstützkante (112) auf oder an mindestens drei Stellen der Wandung ist eine Abstützfläche angeordnet. Das
Leistungshalbleitermodul (200) liegt an den Wandungsabschnitten (110) an, dadurch ist eine Berührung des Leistungshalbleitermoduls (200) mit der
Deckfläche (120) des Formkörpers (100) verhindert. Alternativ weist der Formkörpers (100) eine Stütze (122) auf, die sich von der Deckfläche (120)
in das Innere des Formkörpers (100) erstreckt, sich von der Deckfläche (120) aus ins Innere verjüngt und sich teilweise in eine Aussparung (214)
des Leistungshalbleitermoduls (200) hinein erstreckt. <IMAGE>
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